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第 2 章では、 AFM 探針による走査で、化学酸化膜に覆われたシリコン表面では化学酸化膜が機械的に研削され、
更に酸化膜層の下のシリコン基板にナノメータースケールの溝が形成されることを初めて見いだし、そのメカニズム
について考察している。









の開発に関する研究を行っている o すなわち、先ず第 3 章に述べた方法により、シリコン基板表面上に陽極酸化パター
ンを形成し、その基板上に蒸着により金薄膜を形成し、その後、金薄膜の下にあるシリコン酸化物の化学エッチング
により金薄膜の微細加工を行っている o 金薄膜の厚さが 1nm の場合、シリコン酸化物バターン上の金薄膜は選択的
に除去され、シリコン酸化膜を犠牲マスクとするナノメータースケールのリフトオフに類似した微細加工が可能であ
ることをはじめて示している。






















微細加工プロセスの開発を行っている o 金薄膜の厚さが lnm の場合、シリコン酸化物パターン上の金薄膜は選択
的に除去され、シリコン酸化膜を犠牲マスクとするリフトオフに類似した微細加工が可能であることを示し、ナノ
メータースケールのパターンを形成することに成功している o
以上のように本論文は、原子間力顕微鏡を用いたシリコンの新しい微細加工プロセスについて述べたものであり、
酸化膜ナノ研削プロセスを見出し、従来報告されているナノ加工フ。ロセスの詳しい解析及びいくつかのプロセスを組
み合わせた新しい微細加工プロセスを発明しており、応用物理学、特に半導体微細加工技術ならびにマイクロマシニ
ングの分野に寄与するところが大きし」よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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